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■文：Rochester 羅徹斯特電子半導體生命周期解決方案

半導體生命週期解決方案

半導體元器件停產，對於電子設備製造商而

言，一直是個難解之題。而購買與原廠元器件完全

相同的替代元器件是解決此問題的有效途徑。多年

來，一些公司面向售後市場長期供應各種“替代”

解決方案，聲稱其與原廠器件相同；然而，客人實

際採用後發現，這些元器件往往不符合要求。

從邏輯角度及技術角度來看，這些替代解決方

案並不完善，只能滿足一時之需，而並非全面、持

久的解決問題。縱觀整個半導體行業，在需求升級

的推動下，許多元器件 ( 包括上述替代解決方案在

內 ) 的預期壽命都達不到三到五年，時刻面臨停產。

本文將探討市面上的多種替代解決方案，並展

示 Rochester 羅徹斯特電子半導體元器件全週期解

決方案 (The Semiconductor Lifecycle SolutionTM)

如何確保元器件供應以滿足客戶的持續需求。基於

原廠許可，羅徹斯特電子可對停產元器件進行複產。

最終複產的產品在封裝、適用性、功能性及性能指

標等方面與原廠元器件完全一致。

面對停產，建議採取的對策與措施
通常，收到停產通知後，最經濟高效的應對之

策是“最後一次購買”(last time buy, LTB)，即囤購

整個計畫週期內所需的元器件數量。至少，應該對

該產品的未封裝晶圓進行 LTB。然而，該策略受到

多種條件的制約。在有些情況下，市面上並沒有存

貨或者製造商會錯失購買良機；而在另一些情況下，

製造商的資金並不足以支持一次性大量購買。即便

他們有能力一次性購買大量器件，也並不一定具備

對其安全存儲的相關設施。

如果遵從按需購買的原則，那麼製造商不得不

時刻保持警惕，僅從原廠或其授權販售者處購買替

換元器件，以免買到假冒偽劣產品或次等品。因此，

授權管道的供貨能力便成了一個制約因素。

某些替代產品可能無法實現與原廠元器件完全

相同。

為滿足對停產半導體產品功能的持續需求，最

為常用的替代解決方案為：

類比產品 – 使用預製的定制化的裸片所製造

的元件。製造這種產品採用的矽片製程與原廠元器

件所採用的製程不同，但是經過修改，功能與原廠

半導體元器件相似。類比產品價格昂貴，幾乎總是

需要漫長且高成本的試錯過程，而這通常還不包括

在最初的成本估算中。

由於類比元器件根本無法複製原廠元器件的時

序、雜訊靈敏度、功率、操作和功能性等特性，最

終，類比元器件必須完全重新認證。

注：MIL-M-38510 規範要求模擬器件的零件編號必須與原

廠器件不同。

ASIC – 專門針對特定用途定制的專用積體電

路，而非通用積體電路。作為替代解決方案，ASIC 

元件必須針對最終用途完全定制，即由製造商應用

其製程來複製原廠元件的電氣功能。相比其他一些

方案，ASIC 元件的製造製程成本非常高。停產器件

的 ASIC 方案是採用閘陣列或標準單元技術和方法

來實現的。

閘陣列 – 一種預製矽片的積體電路，由已預

置位元的數位邏輯門 ( 如標準 NAND 或 NOR 邏輯
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門和電晶體等 ) 構成。數位邏輯門均處於未連接狀

態，此時晶片並不具備特定功能。為定制晶片以使

其執行特定功能，製造商要在最終表面添加一層 ( 或

多層 ) 金屬互連層，按晶片預期功能將數位門連接

在一起。

標準單元 – 由預先設計中的電路模組組合構

成的積體電路。這些電路模組相互組合可以形成新

的設計。在這種方案中，其設計與閘陣列不同，每

一層都採用獨特設計。雖然這是最為昂貴的替代元

件之一，但根據設計內容，有時仍需採用這種方案。

現場可程式設計閘陣列 (FPGA)– 這是一種可

程式設計元件，由用戶通過固化在記憶體件或處理

器中的程式進行定制。FPGA 的成本與前述方案相

比較低；然而，這類元件本身特別容易出現短期內

停產的問題。

為何說上述替代方案無法真正實現完

美替代？ 
上述替代解決方案都是採用最先進的矽加工技

術製造的。雖然先進的加工技術能夠生產出更優秀

的產品，但也會產生一些負面影響。這種新技術生

產出的元器件可能在功能上能夠替代原廠元器件，

但幾乎可以肯定並不能完全複製原廠元器件的所有

特徵。這是因為，半導體製造商一直嘗試在矽片上

形成盡可能多的功能元件，為此，他們會不斷縮小

矽片上形成的各個元件的尺寸。這可以提高系統性

能並降低成本，但帶來這些益處的同時也會產生一

些缺點，而這些缺點很可能會對高可靠性應用和安

全關鍵型應用產生重大影響。

替代產品原廠器件存在哪些差異？
主要差異在於新技術所採用的功能單元尺寸更

小。這會導致：

▓元器件開關速度更快 ( 對雜訊更為敏感 )
▓電容值不同 ( 板級負載發生變化 )
▓耐輻射性不同

▓ EMC 性能不同

替代產品的製造商通常在元器件生產過程中未

充分確定這些參數的規範，也未對這些參數執行充

分測試，因此往往不會意識到上述參數的差異。

這些差異會引發哪些問題？
開關速度更快以及電容值不同會導致器件產生

異常的尖峰或工作狀態異常。此類情形，或將導致

設備故障。

單元尺寸更小的半導體元器件與採用早期技術

生產的原廠半導體元器件相比，耐輻射性通常更低，

這會導致閉鎖或資料丟失。舉例來說，如果將此類

元器件用於在高海拔運行的航空電子系統，會降低

飛機的安全性。

此外，與原廠元器件相比，單元尺寸較小的半

導體器件的電氣性能通常更不穩定。因此，更容易

受到無線電和電視發射信號的干擾，也更容易因靜

電放電而受損。當涉及金屬遷移 (metal migration)

問題時，由需求升級推動的最新半導體技術所生產

的產品並不是以完全滿足在工業 / 軍事應用時使用

達 10 年之久為目標。這些新技術在環境溫度限制以

及電壓範圍方面作出了妥協，以保證新產品達到與

原有產品相同的使用壽命。

Sandia 實驗室發佈的研究結果表明，與原廠元

器件相比，單元尺寸更小的半導體元器件的老化速

度更快。

即使替換晶片 ( 裸片 ) 本身尺寸更小，但為保

持與原廠元器件相同的應用適配性，也必須採用同

樣的封裝尺寸。這就需要延長晶片的綁定線或引腳，

甚至採用不可靠的方法進行封裝。( 增大綁定線間

距 )。

全週期解決方案是如何做到兼具可靠

性和成本效益的？
作為已獲得 70 多家半導體元器件製造商授權

且能夠持續生產的製造商，羅徹斯特電子可以採用

原廠矽片技術來製造元器件。羅徹斯特電子可以精

准複產原廠已停產元器件，最終複產的產品在封裝、
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適用性、功能性及性能指標等方面與原廠元器件完

全一致。而提供“替代解決方案”的製造商和設計

廠商則無法保證這一點。

羅徹斯特電子擁有豐富的矽晶圓庫存，庫存量

超過 120 億顆晶圓 / 裸片。其中有些晶圓從原廠購

入，有些由羅徹斯特電子經原廠授權後製造。

當元器件製造商 (OCM) 不再提供晶圓後，羅

徹斯特電子的設計與技術部門仍然可以複產半導體

元器件。複產出的元器件無論是物理特性還是電氣

特性都與原廠元器件完全相同。羅徹斯特電子保證，

所有複產產品均完全符合原廠規範要求。羅徹斯特

電子的所有制造和複製程式均已獲得原廠的授權與

支持。

此外，對於生產長生命週期產品的元器件製造

商和設備製造商，羅徹斯特電子還可提供晶圓 / 裸

片定制、現貨存儲和代理分銷等服務。

結語
只有羅徹斯特電子半導體元器件全週期解決方

案才能絕對保證複產半導體元器件與原廠元器件的

性能完全相同。

“替代”解決方案與原廠元器件存在種種差

異，有些甚至難以察覺，這種差異會引發各種故障，

有些故障易於識別，有些則難以診斷。對於高可靠

性應用和安全關鍵型應用，這些故障更容易引發無

法估量的風險或後果。

目前，羅徹斯特電子的解決方案說明來自各行

業的客戶節省數百萬美元的成本，諸如航太航空、

工業、醫療、軍工、安防、電信以及交通等行業。

如需瞭解更多詳情，請立即訪問 https://www.

rocelec.cn/solutions/design


